太陽能晶片形貌缺陷檢測
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本文採條紋投影輪廓技術(Projected Fringe Profilometry)運用在太陽晶片之鋸痕(Saw Mark)形貌量測，投光系統採用條紋投影的技巧，投射一圖案至晶片表面，若物體表面為一平面，則條紋相位維持不變；若物體表面有高低起伏時，將造成投射的圖案扭曲、變型。取像模組使用線型CCD camera為偵測器，經掃描把線構成面，以取得扭曲後的圖形。最後經由影像處理及條紋分析技巧，量測這些條紋之扭曲、變形之相位差，重建太陽晶片表面之三維形貌，並顯示在電腦螢幕上，本系統經測試驗證鋸痕高度量測重複性小於5μm。
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